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(54) Zpasob upravy vyvoda pouzder pro elektronické prvky a obvody

Zplisob tpravy vyvodid pouzder pro elek-
tronické prvky a obvody. Vynédlez Fe3i pro-
blém pripojeni integrovaného obvodu hlini-
kovym drdtem k vyvodim pouzdra.

Dosavadni povrchové vrstva zlata neza-
rufuje dostate¥n& spolehlivy spoj. Podste-
tou vyndlezu je nahraZenf této vrstvy
vrstvou vhodného adhezniho prvku, kterd
se nands{ na poniklovany zdékladni kov. Na
adhezivn{ vrstvu se nanese vrstva hlinfku.
Hlinikovy privod se piipdji ultrazvukem.
Vznikly monometalicky spoj je velmi spo-
lehlivy. :
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Vyndlez se tykd zpisobu \pravy vyvodd pouzder pro elektronické prvky a obvody p¥i pri-
pojeni integrovaného obvodu hlinikovym drétem k vyvodim pouzdra.

PFi vyrobd& elektronickych prvkd a obvodl, napfiklad hybridnich integroveanych obvodi,
se vlastni obvod propojuje s vyvody pouzdra &asto hlinikovym drétem.

Toto spojeni dvou rdznych kovl neni v ndrodnych podminkdch provozu ani kvalitni ani
spolehlivé a je Zddouel je nahradit spojenim, jeho% se udastni pouze jeden kov.

Uvedené nevyhody odstranuje zplsob upravy vyvodd pouzder pro elektronické prvky a obvo-
dy, nepiiklad monolitické a hybridni integrované obvody, jeho? podstata spodivd v tom, Ze
na vnitfni kontaktni ¥4st vyvodh pouzder pro elektronické prvky a obvody, napfiklad monoli-
tické a hybridni integrované obvody, se nenese vrstva adhezniho prvku a pak se vakuové nanese
jeko posledni, vrchni vrstva hlinfku, pro vytvofeni monolitického spoje pfi pifipojovéni hli-
nikového pfivodu za plsobeni ultrazvuku.

U v&t8iny hermetickych kovovych pouzder, u kterych jsou zlacené pouze koliky se timto
zplisobem vylou&i pouZitl drahého kovu nandSeného na vyvody z jedovatych lézni a hlavnd se
zvy81 spolehlivost spoji na kolicich vznikem monometalického spoje.

Ne obr. 1 je zndzorndno dosud zndmé vyPedeni kontaktni &4sti vy¥vodl pouzdra, na obr. 2
Jje vytvolena kontaktni &ést vyvodd pouzdra podle vyndlezu. '

Kontaktni ¥4st vyvodd pouzdra je vytvotena obvykle tak, Ze na zékladni materidl 5 vy-

vodu - koliku je nanesena vrstva niklu 2 a vrstva zlata 4, 1, jak patrno z obr. 1. Vliastni
spojeni tedy tvofi dva kovy, hlinik a zlasto. Tento spoj neni idedlni a zvld3td v ndroénych

podmInkéch provozu vysledné souddstky miZe svou kvalitou ovlivnovat jeji spolehlivost.
Kvalitnéj31i spoj je spoj monometalicky tj. takovy spoj, kterého se U¥astni pouze jeden kov.

Podle vyndlezu se tohoto spoje dosdhne nap¥iklad u kovovych hermetickych kolikovych
pouzder tek, Ze se pres jednoduchou kovovou masku nanese na poniklovanou vrstvu 2 zdkladni-
ho kovu'vnitfnich kontaktnich &dsti 3 vyvoudl vrstva adhezniho prvku 6 a potom vrstva hlini-
ku 7, jak zndzorndno na obr. 2.

Tyto vrstvy je moZné nanést napiiklad vakuovym naparovédnim. Hlinikovy pfivod se pripd-
Ji ultrazvukem. Uvedeny zplisob dpravy vyvodi pouzder je vhodny pro pouzdra pro polovodi&ové
souddstky, hybridni integrované obvody a podobn&, kde se pouZivd pro kontaktovéni na vyvody
pouzdra hlinikovy drét.

PREDMET VYINLALEZU

Zphsob Upravy vyvodd pouzder pro elektronické prvky a obvody, napfiklad monolitické
a hybridni integrované obvody, vyzna¥ujic{ se tim, Ze na vnitfni kontaktni Zdst vyvodd pou-
zder pro elektronické prvky s obvody napiikled monolitické a hybridnf integrované obvody,
se nanese vrsiva adhezniho prvku (6) a pak se vakuovd nanese jako posledni, vrchni vrstva
hliniku (7) pro vytvoienf{ monometalického spoje pii pPipojovdn{ hlinfkového p¥ivodu za pi-
sobeni ultrazvuku.

1 list vykresd
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